NEWS & HIGHLIGHTS

Technologieforum zur innovativen Baugruppenfertigung in der Bundeshauptstadt

Vom Loten, Bestiicken, Drucken und Reinigen

Die Partnerfirmen Christian Koenen, Ekra, Kolb, Rehm, Siemens und Zevac veranstalteten das 1. Berliner Technologiefo-
rum bei Siemens CT. Es gab interessante Fachvortrdge aus den Bereichen Reflowléten, Bestiicktechnologie, optimierter
Schablonendruck und Reinigung in der Elektronikfertigung mit einer begleitenden Ausstellung der teilnehmenden Fir-
men. Ein Rundgang bei Siemens CT diente unter anderem der Vorstellung von Mess- und Analysemethoden und der
Présentation einer Reparaturstation von Zevac.

Der Technologietag fur die Elektro-

nikindustrie in Nord- und Ost-

deutschland begann mit dem Vor-
trag von Heinz Pilz, Siemens CT
Berlin, Uber Rapid Technologie
vom Prototyping zum Produkt. In
einer Zeit, in der Produktlebenszei-
ten immer kirzer werden und Vari-
antenvielfalt und kundenindividu-
elle Massenfertigung das Verhal-
ten der Verbraucher zunehmend
hestimmen, stoBen konventionelle
Fertigungsverfahren oft an ihre
Grenzen. Die Rapid Technologie
bietet nicht nur vollwertige Alter-
nativen, sondern ermdglicht neue
Wege mit enormen Wertsteige-
rungen. Beispiele aus dem Umfeld
des Unternehmens verdeutlichten
die Vorteile der Technologie.

Mit den Defekten beim Reflowpro-
zess durch Dr. Hans Bell von Rehm
Thermal Systems ging es in den Be-
reich Léten. Sein erster Fokus lag
auf Benetzung und Versatz. Hier
war (iber die Lote, deren Verhalten
im bleifreien Prozess sowie Uber
versetzte oder weggeblasene Bau-
elemente mit Ursachen zu erfah-
ren. Danach kamen die Einflussfak-
toren von Tombstoning und Sol-
derballs mit Empfehlungen fir ei-
ne Produktion von stets fehlerfrei-
en Baugruppen zur Sprache.

Die Thematik Schablonendruck
wurde durch Harald Grumm von
Christian Koenen mit der Kosten-
reduzierung  durch  moderne
Schablonentechnik  eingeldutet.
Nacharbeit und Ausschuss bedeu-
ten Kosten und immerhin entste-
hen ca. 2/3 der Fehler im SMT-Pro-
zess beim Schablonendruck. So ist
bereits im Vorfeld geniigend Zeit
auf die Prozessentwicklung zu ver-
wenden, und bei optimaler Vor-
bereitung lassen sich die Kosten
fir Nacharbeit oder Ausschuss
deutlich reduzieren. Als erster
Schritt in der Prozesskette verdient
der Schablonendruck besondere
Beachtung. Nach den Fehlerursa-

chen und den EinflussgréBen auf
die Druckqualitdt ging er auf die
unternehmenseigenen  Stufen-
schablonen ein, erlduterte das Her-
stellungsverfahren und zeigte die
Prozessoptimierung auf. Siggi Hor-
belt von Ekra ergédnzte die Thema-
tik durch seinen Beitrag Uber die
adaptiven Prozesse im Schab-
lonendruck(er). Hier lag das Au-
genmerk auf dem Drucker, der,
und das war bereits am Anfang
deutlich, sowenig Wérme als mdg-
lich erzeugen sollte. Am Beispiel
des Schablonendruckers X5 Pro-
fessional vom Unternehmen defi-
nierte der Redner die Technologien
fuir Prazision, Qualitat und Effizienz
beim Schablonendruck: moderne
Steuerung mit Closed-loop-Funk-
tionen, Positionierung mit hoch
prazisen Wegmesssystemen, Ser-
vo-motorische Antriebe fir alle
prozessrelevanten  Bewegungen,
Druckkraft durch Closed-loop-Re-
gelung und Gewichtskompensati-
on, Leiterplattenklemmung, Rakel-
werk, Schablonenreinigung, Pas-
teninspektion, Ristsicherheit, Tra-
ceability oder Dispensen.

Welche Auswirkungen die Minia-
turisierung auf den SMD-Mon-
tageprozess hat, dazu referierte
Norbert Heilmann von SEAS. So
werden Anforderungen wie Ge-
nauigkeit, flexibles, hochauflésen-
des Visionsystem, ein sicheres

Die eindrucksvolle Prasentation der Repa-
raturstation von Zevac

Handling kleinster Bauteile his he-
runter zu 01005, Direct-Wafer-
Feeding, PoP- oder CSP-Stacking
und Dip-Fluxen mit zunehmender
Miniaturisierung immer wichtiger
fur die Bestlickautomaten. Innova-
tionen wie flexible Substrate, Reel-
to-Reel-Verarbeitung, Kombinatio-
nen aus Silizium-basierter Elektro-
nik und Polymerelektronik werden
gemeinsam zum Einsatz kommen,
um Elektronikbaugruppen weiter
zu verkleinern, energiesparender
und leichter zu machen.

Unter der Head Material- und
Komponentenqualifikation  erlau-
terte Prof. Hans-Jirgen Albrecht
von Siemens CT Berlin die stress-in-
duzierenden Faktoren der Packa-

bei;ﬁiem ns CT, Berlin

ges, der Leiterplatte mit interner
Stresscharakteristik in Abhangig-
keit der konstruktiven Randbedin-
gungen und dem Verbindungs-
[6ten mit thermischem Energieein-
trag im Gesamtverbund. Im An-
schluss kam Prof. Albrecht zu den
Verfahren zur Stressidentifikation
mit Lésungspotenzialen und ihre
Grenzen, legte die beeinflussbaren
und auch nicht-beeinflussbaren
Stresszustande dar und gab Bei-
spiele flr Stressfaktoren im Hin-
blick auf die technische Zuverlas-
sigkeit. Er pladierte fur die Auswer-
tung aller verfligbaren Datenquel-
len und stellte verfligbare Tools vor.
Der letzte Bericht vor der Besichti-
gung des Siemens-Labors CT hatte
die klimasicheren  Baugruppen
durch Georg Pollmann von Kolb
zum Thema. Hier ging es um die
Reinigung in der Elektronikindus-
trie, was muss wovon gereinigt
werden mit Vorstellung der ver-
schiedenen  Reinigungstechnolo-
gien. Die Einflisse durch die blei-
freie Produktion wurden behan-
delt um abschlieBend Uber das Pro-
zessdesign mit Service zu horen.
Dann startet der Transfer zu Sie-
mens CT, um wahrend des Rund-
gangs Eindriicke tUber die Deforma-
tionsmessung, dem Einsatz der par-
tiellen Lotanlage Rise von Rehm,
dem Technikum, SIR-Test oder der
Verwendung der Reparaturstation
Onyx 29 von Zevac zu erhalten. Es
ging zum Rapid Prototyping und
der dimensionellen Léngenmess-
technik, der mechanischen- und
Schockpriifung sowie zu den Zuver-
lassigkeitstests, wo an jeder der Sta-
tionen die Funktionen erklart wur-
den und die Maglichkeit zu Fragen
vorhanden war. Nach einer Ab-
schlusshesprechung fand diese Ge-
legenheit zur Vertiefung des tech-
nologischen Wissens ihr Ende. (dj)
www.christian-koenen.de, www.ekra.com,
www.kolb-ct.com, www.rehm-group.com,

www.siemens.com, www.zevac.ch
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